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摘要(译)

本发明涉及一种新的有机电致发光器件的复合封装结构和方法。本复合
封装结构包括基板及其上依次叠置的ITO薄膜、电致发光材料层和金属层
上面起封装阻挡水汽和氧气作用的封装层。封装层的内侧有一层作为辅
助封装的缓冲层，与封装层一起增强阻挡水汽和氧气的渗透，构成复合
封装结构。本方法的制备步骤：(1)采用真空蒸镀LiF层制备缓冲层；(2)
在LiF层上制备封装层。本复合封装结构能增强阻挡水汽和氧气，本法操
作简单，费用较低。
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